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(57) Abstract 

The invention concerns a installation for treating wafers (1) made of material serving as microelectronics substrates, comprising: a 
basin (20) for containing a treating bath (2i) and provided with means for holding (22) the wafers capable of receiving at least one wafer of 
a first size; and prehensile means (27) for grasping each wafer of a first size, to place it in the bath and remove it therefrom. The invention 
is characterised in that it further comprises a support (10) for receiving at least one wafer (1) of a second size smaller than the first size, 
said support having a shape such that it can be grasped by the prehensile means (27) and be received by the basin (20) wafer-holding 
means (22). 



(57) Abrege* 

L'invention conceme une installation de traitement de plaquettes (1) de materiau servant de substrats pour la micro-electronique, 
comprenant: un bac (20) destine* a contenir un bain (21) de traitement et muni de moyens porte-plaquettes (22) apte a recevoir au moins 
une plaquette d'une premiere dimension; et des moyens de prehension (27) aptes a saisir chaque plaquette de la premiere dimension, pour la 
mettre dans le bac et la sortir de celui-ci; caractense* en ce qu'il comporte en outre un support (10) apte a recevoir au moins une plaquette 
(1) d'une deuxieme dimension infeneure a la premiere dimension, ce support pnSsentant une g£om6trie .telle qu'il peut etre saisi par les 
moyens de prehension (27) et 6tre recu par les moyens porte-plaquettes (22) du bac (20). 
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« Installation et precede de traitement chimique de plaquettes pour la 

micro-electronique » 

La presents invention concerne le domaine de la micro-electronique. 
Plus particulierement, elle concerne le domaine des installations de 
traitement de plaquettes de materiau servant de substrats pour la 
5 fabrication de composants de micro-electronique et en particulier des 
installations de traitement chimique. 

Plus precisement encore, la presente invention concerne le domaine 
des installations et des procedes permettant de traiter et manipuler des 
plaquettes en particulier dans le cadre de procedes de manipulation de 

10 plaquettes sans panier, ce type d'installation etant souvent denomme selon 
la terminologie anglo-saxonne « cassetteless ». Elle vise toutefois 
egalement a certaines manipulations pouvant recourir a des paniers de 
reception des plaquettes. 

Le traitement chimique de plaquettes pour la micro-electronique 

15 necessite generalement I'immersion de ces plaquettes dans des bains de 
produits chimiques, dont certains sont corrosifs. 

Dans les installations permettant une manipulation et un traitement 
de plaquettes sans que celles-ci ne reposent dans des paniers, les 
plaquettes, qui sont initialement disposees, par exemple, par lots de 25 

20 dans des paniers de manipulation et stockage, sont extraites de ces 
paniers, pour etre immergees successivement dans differents bains 
chimiques. Entre les bains, les plaquettes sont saisies par des peignes 
speciaux, pour etre transferees d'un bain chimique a un autre. Dans chaque 
bain, les plaquettes sont disposees sur des porte-plaquettes destinees a 

25 rester en permanence dans le bain chimique. 

Les peignes ne restent pas dans les bacs pendant le traitement, les 
plaquettes etant deposees sur les porte-plaquettes propres a chaque bac. 
Ce type d'installation permet d'optimiser le traitement chimique en adaptant 
les porte-plaquettes de chaque bac. Ces porte-plaquettes peuvent etre tres 

30 reduits en volume et en surface pour perturber le moins possible le 
traitement. 
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Avec ce type cTinstallation, on 6vite la contamination des bains par 
les produits chimiques, qui restent sur les nacelles ou les paniers lorsque 
Ton utilise ces nacelles ou ces paniers pour transferer les plaquettes d'un 
bac a I'autre. En outre, les peignes de transfer! peuvent, par exemple, etre 
5 multiples pour eviter qu'ils ne trempent successivement dans des bains 
incompatibles chimiquement. lis peuvent aussi &tre rinces pendant que les 
plaquettes subissent un traitement chimique. Cependant, ce type 
d'installation ne permet pas de traiter plusieurs tallies de plaquettes avec le 
meme systeme. Le systeme de peigne est deja delicat a regler 

10 mecaniquement pour garantir une bonne prehension des plaquettes d'un 
seul type, done il ne peut etre question d'obtenir un reglage susceptible de 
permettre, de maniere satisfaisante, la prehension des plaquettes de 
plusieurs types, e'est a dire de plusieurs dimensions. 

Un but de I'invention est de fournir un moyen economique permettant 

15 un traitement de plusieurs types de plaquettes sur ce type d'installation. 
Ce but est atteint grace a une installation de traitement de plaquettes de 
materiau servant de substrats pour la micro-electronique, comprenant : 

- un bac destine a contenir un bain de traitement et muni de moyens 
porte-plaquettes apte a recevoir au moins une plaquette d'une premiere 

20 dimension ; et 

- des moyens de prehension aptes a saisir chaque plaquette de la 
premiere dimension, pour la mettre dans le bac et la sortir de celui-ci ; 

caracterisee en ce qu'elle comporte en outre un support apte a 
recevoir au moins une plaquette d'une deuxieme dimension inferieure a la 
25 premiere dimension, ce support presentant une geometrie telle qu'il peut 
etre saisi directement par les moyens de prehension et §tre re?u par les 
moyens porte-plaquettes du bac. 

Ainsi, grace & Installation selon ('invention il est possible, meme si 
celle-ci est dediee au traitement de plaquettes d'une premiere dimension, 
30 d'effectuer un traitement chimique de plaquettes d'une deuxieme dimension 
inferieure la premiere dimension. 

Si par exemple, ('installation est dediee au traitement de plaquettes 
de 20 cm de diametre, les moyens de saisie, par exemple des peignes, sont 
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regies pour ce diametre, et des bacs sont munis aussi de porte-plaquettes 
aptes a recevoir des plaquettes de cette dimension. 

Neanmoins, I'installation peut aussi servir de traitement de plaquettes 
de 10 cm, par exemple, puisqu'il suffit de disposer les plaquettes de 10 cm 
5 de diametre dans un support ayant une geometrie telle qu'il peut etre saisi 
par les peignes. 

Avantageusement, cette geometrie est determinee par des plaques 
de manipulation dont la forme est voisine de celle d'une plaquette de la 
premiere dimension, c'est a dire 20 cm de diamdtre, pour I'exemple decrit 
10 ci-dessus. 

Encore plus avantageusement, le support comporte deux plaques de 
manipulation reliees entre elles par des barreaux aptes a maintenir un lot de 
plaquettes de la deuxieme dimension, soit directement, soit par 
Tintermediaire d'un panier. 

15 Selon un autre aspect, Invention propose un procede de traitement 

de plaquettes de materiaux servant de substrats pour la micro-electronique, 
comprenant une etape de mise en oeuvre de moyens de prehension congus 
a I'origine pour saisir au moins une plaquette d'une premiere dimension et a 
immerger chaque plaquette dans un bain de traitement contenu dans un 

20 bac muni de moyens porte-plaquettes aptes a recevoir au moins une 
plaquette de ladite premiere dimension, caracterise par le fait qu'il comporte 
alternativement une etape de mise en ceuvre des memes moyens de 
prehension pour saisir un support apte a recevoir au moins une plaquette 
d'une deuxieme dimension, inferieure & la premiere dimension, et immerger 

25 ces plaquettes de la deuxieme dimension dans le bain de traitement en 
deposant ledit support dans ledit bac pour qu'il coopere avec lesdits moyens 
porte-plaquettes. 

D'autres aspects, buts et avantages de I'invention apparaitront a la 
lecture de la description detaillee ci-dessous, donnee a titre d'exemple non 
30 limitatif et faite en reference aux dessins annexes, sur lesquels : 

- la figure 1 est une representation schematique en coupe d'une 
bolte de stockage de plaquettes ; 
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- la figure 2 represente schematiquement le transfert de plaquettes, 
d'un panier de stockage et de manipulation vers un support selon 
Tinvention ; 

- la figure 3 represente schematiquement en elevation en bout, deux 
5 variantes ( figures 3a et 3b) des moyens de manipulation du support selon 

Tinvention ; 

- la figure 4 represente schematiquement des elements de soutien de 
plaquettes et differents modes de realisation du chant de moyens de 
manipulation de supports selon Tinvention ; les figures 4a et 4b montrent en 

10 coupe, respectivement, des elements de soutien multiples et simples ; les 
figures 4c a 4e montrent en coupe differentes formes de chant aptes a 
cooperer avec les elements de soutien ; la figure 4f montre un support selon 
Tinvention, vu en elevation en bout, avec un chant du type de celui illustre a 
la figure 4e, en prise avec des peignes de transfert ; 

15 - la figure 5 est une vue en perspective d'un exemple non limitatif de 

support selon Tinvention ; 

- la figure 6 est une vue en perspective d'un autre exemple non 
limitatif de support selon Tinvention ; 

- la figure 7 est une representation schematique et partielle, vue en 
20 bout, du support selon Tinvention represente a la figure 6 ; et 

- la figure 8 est une representation schematique de differentes 
etapes du procede de traitement de plaquettes, conforme a Tinvention. 

Les fabricants de composants micro-electroniques utilisent des 
plaquettes de materiaux tels que du silicium, du quartz, du verre, etc. D'une 

25 maniere generate, mais sans que ce soit limitatif, ce materiau peut etre un 
materiau semi-conducteur, ceramique ou plastique. Les plaquettes sont 
habituellement rondes et de faible epaisseur. Typiquement, et par exemple 
pour le silicium, le diametre de telles plaquettes 1 est de 10 cm (4 pouces), 
12,5 cm (5 pouces), 15 cm (6 pouces), 20 cm (8 pouces) ou 30 cm (12 

30 pouces). Mais la presente invention est compatible avec d'autres formes de 
plaquettes 1 , Par exemple, les plaquettes peuvent avoir des formes du type 
de celles utilisees pour realiser des ecrans plats. 
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Selon I'invention, ces plaquettes subissent un certain nombre 
d'etapes de precedes technologiques aboutissant d la realisation de 
composants electroniques, optiques ou optoelectroniques. De tels procedes 
comprennent une ou plusieurs operations consistant en des traitements 
5 chimiques des plaquettes dans des bains chimiques liquides 21 . 

Ces bains 21 sont typiquement des melanges & base decides, de 
bases, de solvants ou d'eau d§-ionisee, ainsi que des solutions de linkage. 
Ces bains 21 sont contenus dans des bacs 20 alimentes automatiquement 
en produits chimiques £ partir d'une distribution centralisee des produits. 

10 Ces bacs 20 peuvent etre chauffes et actives par megasons ou ultrasons. 
Les bacs 20 sont en general regroupes sur un systeme de traitements 
chimiques assurant le transport automatique des plaquettes d'un bac a un 
autre, depuis une station de chargement et/ou de transfert, jusqu'a une 
station de dechargement. 

15 Les plaquettes sont avantageusement traitees chimiquement par 

lots, de 25 par exemple. Avant et apres les etapes de traitement chimique, 
ces lots sont manipules et stockes dans des premieres boltes de stockage 
5. 

Comme le montre la figure 1 , ces premieres boites de stockage 5 
20 sont fermees par un couvercle 7 et contiennent un panier ou boite de 
manipulation et de stockage 4 dans lequel sont rangees les plaquettes. Les 
paniers de manipulation et de stockage 4 sont constitues d'une matiere 
plastique incompatible avec la nature des bains de traitement chimique 
generalement utilises. 
25 Selon un exemple particulier de mode de mise en ceuvre du precede 

selon I'invention, on utilise une installation dediee a des plaquettes de 20 
cm de diametre pour le traitement chimique de plaquettes de 10 cm de 
diametre, a I'aide d'un support 10 tel qu'on va le decrire plus loin. 

Dans la description detaillee qui suit, on designe par la reference 1 
30 les plaquettes de 10 cm de diametre, et par la reference 2 les plaquettes de 
20 cm de diametre. 

Comme illustre a la figure 2, un systeme de transfert 30 permet de 
sortir les plaquettes 1 de 10 cm de diametre hors du panier de manipulation 
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et stockage 4. Puis, des moyens de transfer! 26, viennent en prise avec les 
plaquettes 1 de 10 cm de diametre et les deplacent pour les deposer dans 
un support 10. Le support 10 peut alors etre depose dans un deuxieme 
panier de manipulation et de stockage 3, qui peut lui meme etre range dans 
5 une autre boite en attendant, par exemple, un traitement chimique des 
plaquettes 1. 

Avantageusement, ce deuxieme panier de manipulation et stockage 
3 est identique a ceux adaptes pour recevoir des plaquettes 2 de 20 cm de 
diametre. 

10 D'une maniere generale, le support 10 doit etre compatible avec les 

traitements physico-chimiques mentionnes ci-dessus et ne doit pas 
contaminer les plaquettes 1. Avantageusement, le support 10 est en 
materiau tres pur et inerte chimiquement comme le quartz ou differents 
plastiques et produits fluores. Un tel support 10 comprend des elements de 

15 prehension 11 et des elements de maintien 14 des plaquettes 1 sur le 
support 10. Par exemple, et de maniere non limitative, les elements de 
prehension 11 sont constitues d'une paire de plaques de prehension 12 et 
les elements de maintien 14 sont constitues de barreaux 15. 

Conformement a la presente invention, le support 10 est destine a 

20 permettre une utilisation des equipements adaptes a la manipulation de 
plaquettes 2 de 20 cm de diametre, pour trailer des plaquettes 1 de 10 cm 
de diametre. Les elements de prehension 1 1 doivent done avoir une forme 
compatible avec ces equipements, puisque e'est par les elements de 
prehension 11 que sont manipul6s les supports 10. Ainsi, lorsque par 

25 exemple, deux peignes de transfert 27 sont adaptes pour venir en prise 
avec deux zones, diametralement opposees, des plaquettes 2 de 20 cm de 
diametre, il faut pour que les peignes de transfert 27 puissent aussi venir en 
prise avec les elements de prehension 11, que ces derniers possedent 
aussi deux zones de prehension 47 diametralement opposees, ecartees 

30 d'une distance approximativement egale a 20 cm (figures 3a et 3b). De 
meme, pour que le support 10 puisse §tre depose au fond des bacs 20, sur 
des porte-plaquettes 22, con?us pour recevoir des plaquettes 2 de 20 cm de 
diametre, il faut que les elements de prehension 1 1 possedent des zones 
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d'appui 48 permettant de faire reposer le support 10 sur les porte-plaquettes 

22 (figures 3a et 3b). 

Dans une forme de realisation de base, les elements de prehension 

11 ont des dimensions (diametre et epaisseur) identiques a celles de 
5 plaquettes 2, de telle sorte qu'ils peuvent d'une part etre saisis par les 

peignes de transfert 27 congus a I'origine pour saisir de telles plaquettes 2, 

et d'autre part 6tre cales dans des boites de stockage con?us £ I'origine 

pour recevoir de telles plaquettes 2. 

Toutefois, la forme des elements de prehension 11 peut etre 
10 differente, et optimisee pour que les traitements chimiques soient efficaces 

et homogenes, tout en respectant la disposition et la geometrie des zones 

de prehension 47, des zones d'appui 48 et des elements de maintien 14. 

Les figures 3a et 3b illustrent deux exemples de realisation de tels elements 

de prehension 11. Sur ces figures est egalement illustree, en tiretes, la 
15 position qu'adopterait une plaquette a traiter plus grande 2 dans les peignes 

de transfert 27. 

Avantageusement aussi, les elements de prehension 11, lorsqu'ils 
presente une epaisseur superieure a I'epaisseur des plaquettes 2, 
possedent, au moins au niveau des zones de prehension 47 et des zones 

20 d'appui 48, un chant 43 propre a cooperer avec les paniers de stockage et 
manipulation 3, avec les moyens de transfert 26 avec les peignes de 
transfert 27 et avec les porte-plaquettes 22. 

En effet, les paniers de stockage et manipulation 3, les moyens de 
transfert 26, les peignes de transfert 27 ou les elements porte-plaquettes 22 

25 comportent generalement des parties de saisie 40 munies d'encoches 41 . II 
peut y avoir une serie d'encoches 41 sur chaque partie de saisie 40 (figure 
4a) ou une seule encoche 41 par partie de saisie 40 (figure 4b). 

Comme I'illustre en particulier la figure 4b, une encoche 41 a un profil 
adapte pour caler une plaquette 1 . Des chanfreins 42 sont prevus de part et 

30 d'autre de chaque encoche 41 pour guider les plaquettes 1, vers I'encoche 
41. Dans le cas ou les elements de prehension 11 ont une epaisseur plus 
importante que celle d'une plaquette 2, ils ne peuvent pas penetrer 
directement dans les encoches 41 des peignes de transfert 27. Le chant 43 
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des elements de prehension 1 1 est alors conforme de maniere £ cooperer 
de maniere 6troite et sure avec les parties de saisie 40. Ainsi, le chant 43 
peut aussi etre chanfreine pour cooperer avec les chanfreins 42 des parties 
de saisie 40 (figure 4c). Le chant 43 peut aussi, selon une variante, etre plat 
5 et comprendre un Element faisant saillie 44 (figure 4d). Cet element faisant 
saillie 44 a alors une epaisseur egale & celle d'une plaquette 1. Le chant 43 
des elements de prehension 11 peut aussi, selon une autre variante, 
comprendre une rainure 45 dans laquelle peut penetrer Pensemble de la 
partie de saisie 40 (figure 4e). La figure 4f montre une plaque de prehension 

10 12 qui, conformement a cette derniere variante, est en prise avec des 
peignes de transfer! 27. Les bords de la rainure 45 viennent recouvrir les 
peignes de transfert 27, localement, au niveau de la zone de prehension 47 
de la plaque de prehension 12 par ces peignes de transfert 27. 

Selon un mode de realisation particulier mais non limitatif du support 

15 10 represents a la figure 5, celui-ci comprend une plaque de prehension 
verticale unique 12 et trois barreaux horizontaux 15. La plaque de 
prehension 12 est placee au milieu des barreaux 15, perpendiculairement a 
ceux-ci. Les barreaux 15 sont rigidement lies a la plaque de prehension 12. 
Les plaquettes 1 de 10 cm de diametre sont alors disposees parallelement 

20 a la plaque de prehension 12 sur les trois barreaux 15, de part et d'autre de 
la plaque de prehension 12. Les trois barreaux 15 presentent des encoches 
41 regulierement reparties sur leur longueur. 

Le mode prefere de realisation du support 10, tel que decrit 
schematiquement plus haut, est quant a lui illustre plus clairement sur les 

25 figures 6 et 7, ou Ton observe les deux plaques de prehension verticales 12 
et les trois barreaux de maintien horizontaux 15, formant un ensemble 
rigide. Les plaquettes du premier type 1 sont disposees sur les barreaux 15, 
entre les deux plaques de prehension 12, parallelement a celles-ci. 

Selon un autre mode de realisation du support 10, tel qu'illustre sur 

30 les figures 8 et 9, celui-ci comprend deux plaques de prehension 12 et 
quatre barreaux 15. Chaque extremite d'un barreau 15 est situee, sur la 
face interne 13 d'une plaque de prehension 12, a Tun des quatre sommets 
d'un trapeze. Ainsi disposes, les barreaux 1 5 constituent un element porte- 
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panier 16. Cet el6ment porte-panier 16 est destine a recevoir et maintenir 
un panier 6 regroupant en vue de leur traitement une serie de plaquettes 1 . 

II a ete decrit ci-dessus des supports 10 comprenant une ou deux 
plaques de prehension 12 et trois ou quatre barreaux 15. On comprendra 
5 que d'autres variantes du support 10 peuvent comprendre plus de deux 
plaques de prehension 12 ou un nombre different de barreaux 15, ou 
encore d'autres types d'elements d'appui 14, 15 pour les plaquettes 1, par 
exemple des surfaces concaves continues ou discontinues. 

On va maintenant donner deux exemples de procedes selon la 
10 presente invention, mettant en oeuvre des supports 10 tels que decrits ci- 
dessus. 

Le premier de ces exemples est illustre schematiquement sur la 
figure 1 0 et met en ceuvre un support tel que decrit en reference aux figures 
8 et 9. Les plaquettes du premier type 1 sont sorties au cours d'une etape A 

15 des paniers de manipulation et stockage 4 grSce a des moyens de transfer! 
26, 30 connus en eux-memes. Les plaquettes du premier type 1 sont 
soulevees par les moyens 30 et saisies par les moyens 26 pour etre 
deposees dans un panier de traitement 6 (etape A). Un dispositif 28 de 
transfert de panier vient en prise avec le panier de traitement 6 pour le 

20 deplacer et le deposer dans un support 10 conforme aux figures 8 et 9 
(etape B). Des peignes de transfert 27, con?us a I'origine pour saisir et 
deplacer des plaquettes plus grandes 2, peuvent alors, au cours d'une 
etape C, venir en prise avec les plaques de prehension 12 pour deplacer le 
support 10 muni du panier 6 contenant les plaquettes 1 vers un bac 20. Le 

25 bac 20 contient un bain de traitement chimique 21. Le support 10 est 
dispose au fond du bac 20 en prenant appui par I'intermediaire de ses 
plaques de prehension 12 sur des tiges porte-plaquettes 22 congues a 
I'origine pour recevoir des plaquettes plus grandes 2. Avantageusement, les 
peignes de transfert 27 sont retires du bac 20 pendant le traitement 

30 chimique, et peuvent alors eventuellement subir une operation de ringage. 
Apres la fin du traitement chimique, les peignes de transfert 27 viennent 
saisir, soulever et deplacer le support 10. Le support 10 est eventuellement 
deplace vers un nouveau bac de traitement chimique. A la fin des 
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operations de traitement chimique, les etapes A, B, C decrites ci-dessus 
peuvent etre reproduites dans le sens chronologique inverse, avant de 
proceder au dechargement et/ou au stockage des plaquettes du premier 
type 1 

5 Un deuxieme exemple d'un procede conforme a la presente invention 

est d6crit ci-dessous en reference a la figure 11. II comprend deux etapes 
principaies G et H. Au cours de I'etape G, les plaquettes 1 de 10 cm de 
diametre sont transferees d'un panier de manipulation et stockage 4 vers un 
support 10, a I'aide des moyens de transfer! 26, 30. Des peignes de 

10 transfert 27, ici encore con9us a I'origine pour saisir et deplacer des 
plaquettes plus grandes 2, viennent alors en prise avec les plaques de 
prehension 12 pour soulever et deplacer le support 10 vers un bac 20 au 
fond duquel le support 10 est depose sur des tiges porte-plaquettes 22, 
congues ici encore a I'origine pour recevoir des plaquettes plus grandes 2 

15 (etape H). Le bac 20 contient un bain de traitement chimique. 
Preferentiellement, les peignes de transfert 27 sont retires du bac 20 pour 
etre rinces pendant que se deroule le traitement des plaquettes 1 . Ensuite, 
soit les operations G et H sont realisees en sens inverse pour ranger les 
plaquettes 1 de 10 cm de diametre dans des boites de stockage et 

20 manipulation 4, soit le support 10 est deplace dans un nouveau bac pour 
subir un autre traitement chimique ou un rin?age. 

Pour illustrer la mise en ceuvre de I'invention, il a ete pris comme 
exemple celui de plaquettes 1 de 10 cm, traitees sur une installation dediee 
initialement au traitement de plaquettes 1 de 20 cm de diametre, mais 

25 ('invention peut evidemment etre mis en ceuvre avec deux autres 
quelconques dimensions de plaquettes 1 . 

II ressort de ce qui precede qu'une installation et un procede de 
traitement selon I'invention permettent d'utiliser plusieurs types de 
plaquettes 1 different par leur dimension, sans avoir a changer ou a regler 

30 differemment, les peignes de transfert 27, les bacs 20 munis de leurs tiges 
porte-plaquettes 22, etc. 
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REVENDICATIONS 

1. Installation de traitement de plaquettes (1) de materiau 
5 servant de substrats pour la micro-electronique, comprenant : 

- un bac (20) destine a contenir un bain (21 ) de traitement et muni de 
moyens porte-plaquettes (22) apte a recevoir au moins une plaquette (2) 
d'une premiere dimension ; et 

- des moyens de prehension (27) aptes a saisir chaque plaquette de 
10 la premiere dimension, pour la mettre dans le bac et la sortir de celui-ci ; 

caracterisee en ce qu'elle comporte en outre un support (10) apte a 
recevoir au moins une plaquette (1) d'une deuxieme dimension inferieure a 
la premiere dimension, ce support presentant une geometrie telle qu'il peut 
etre saisi directement par les moyens de prehension (27) et etre regu par 
15 les moyens porte-plaquettes (22) du bac (20). 

2. Installation selon la revendication 1 , caracterisee en ce que le 
support (10) comporte au moins une plaque de prehension (12) ayant une 
forme voisine de celle d'une plaquette (2) de la premiere dimension. 

20 

3. Installation selon la revendication 2, caracterisee en ce que le 
support comporte deux plaques de prehension (12) ayant chacune une 
forme voisine de celle d'une plaquette (2) de la premiere dimension et 
reliees entre elles par des moyens supports (15) aptes a maintenir un lot de 

25 plaquettes (1 ) de la deuxieme dimension. 

4. Installation selon la revendication 3, caracterisee en ce que 
les moyens supports comprennent une pluralite de barreaux (15). 

30 5. Installation selon Tune des revendications 3 et 4, caracterisee 

en ce que les moyens supports (15) sont aptes a recevoir directement 
lesdites plaquettes (1) de la deuxieme dimension. 
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6. Installation selon Tune des revendications 3 et 4, caracterisee 
en ce que les moyens supports (15) sont aptes a recevoir lesdites 
plaquettes (1) de la deuxieme dimension par Nntermediaire d'un panier (6) 
dans lequel sont logees lesdites plaquettes (1). 

5 

7. Precede de traitement de plaquettes (1) de materiaux servant 
de substrats pour la micro-electronique, comprenant une etape de mise en 
oeuvre de moyens de pr6hension (27) con?us a Torigine pour saisir au 
moins une plaquette (2) d'une premiere dimension et a immerger chaque 

10 plaquette (2) dans un bain de traitement (21) contenu dans un bac (20) 
muni de moyens porte-plaquettes (22) aptes a recevoir au moins une 
plaquette (2) de ladite premiere dimension, caracterise par le fait qu'il 
comporte altemativement une etape de mise en ceuvre des m§mes moyens 
de prehension (27) pour saisir un support (10) apte a recevoir au moins une 

15 plaquette (1 ) d'une deuxieme dimension, inferieure a la premiere dimension, 
et immerger ces plaquettes (1) de la deuxieme dimension dans le bain de 
traitement (21) en deposant ledit support (10) dans ledit bac (20) pour qu'il 
coopere avec lesdits moyens porte-plaquettes (22). 

8. Procede selon la revendication 7, caracterise en ce que ladite 
20 etape alternative est precedee d'une etape de placement desdites 

plaquettes (1) de la deuxieme dimension directement dans le support (10). 

9. Procede selon la revendication 7, caracterise en ce que ladite 
etape alternative est prec6d6e d'une etape de placement desdites 
plaquettes (1) de la deuxieme dimension dans un panier (6) et d'une etape 

25 de placement dudit panier (6) dans le support (10). 
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